
≤370x470mm

±3μm

结合海⽬星⾃研全⾃动平台，实现超⾼速返修，单颗修复时间＜30s
采⽤⼤理⽯基座，搭载⾼精度直线电机，精度可达±3μm
设备兼容性强，可兼容COB和MIP的返修⼯艺，和兼容不同厚度、尺⼨的
产品
匹配微⽶级光斑对各尺⼨的Mini� LED封装胶⾏去除，不伤及相邻芯⽚及
焊盘，搭配⾃主开发的去芯⽚系统,能提供⼲净的修补环境助⼒修补的良
率⼤幅提升

10μm

±1μm

±2μm

≥10x25μm



≥10x25μm

±1μm 设备尺⼨������������������������������ 2000mm(L)*2350mm(W)*2100mm(H)
(不含�EFU、辅助设备、指⽰灯)

＜±2μm

设备尺⼨������������������������������ 2000mm(L)*2350mm(W)*2100mm(H)
(不含�EFU、辅助设备、指⽰灯)

设备尺⼨������������������������������


